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※本公司隨時在進行研究改進的工作，因此保有隨時更改設計、規格尺寸及機械結構之權利。

註：切割厚度依雷射源不同而有所差異。
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▌  產 業 應 用 & 樣 品 實 例

Laser is our future. ▌  超 快 雷 射 加 工 應 用 特 點

採用雷射短脈衝(fs)等級，透過精確的控制雷射光束強度、時間、脈衝能量等，使材料在短時間內吸收短脈衝光能量，在最小區域內使材
料被氣化對於陶瓷材料、PI膜、複合材料、薄金屬等加工可達成微米(um)級的高精密加工品質。

｜ 機 ｜ 台 ｜ 特 ｜ 色 ｜高 精 密 磁 浮 飛 秒 雷 射 切 割 機

▌  花 崗 岩 平 台 ：
採用花崗岩粒狀結構以獲得加工高穩定性。花崗岩結構緻密，具有抗壓強度高、耐磨性能好、吸水率低、表面硬度大、化學穩定性
好及耐久性強等優點，可降低外部環境震動的問題、有效穩定精密光學模組。

▌  人 因 工 程 與 產 品 美 學 ：
1.整機採用全罩防護設計，透過封閉性加工區域有效隔絕雷射加工

產生的不良氣體、散光、繞射光，為使用者提供安全加工環境。
2.機台設計開門方式可同時將正面與側面開啟，達成最大開門面積

，便於上、下料以及維護保養，且有效縮小占地空間，使工作場
域上有更靈活的空間利用，同時考量操作舒適度將螢幕高度設定
為150cm符合人因工程，搭配外觀美學設計具有高度的品牌識別
度。

▌  超 快 雷 射 介 紹 ( 冷 加 工 ) ：
採用雷射短脈衝(fs)等級，在短時間內吸收超短脈衝光能量，在最小範圍內區域
內被氣化，沒有熱量被傳導到周圍所以沒有融化以及再凝固痕跡，故沒有熱影響
效應以及機械應力的可能，可獲得良好的加工品質。

時間單位的換算：
1s
1ms(毫秒)=0.001秒=10-3

1us(微秒)=0.000001秒=10-6

1ns(納秒)=0.000000001秒=10-9

1ps(皮秒)=0.000000000001秒=10-12

1fs(飛秒)=0.000000000000001秒=10-15

±0.5μm2.4μm
定位精度 重複精度

▌  高 效 線 性 馬 達
搭載線性馬達，具有高響應、無震動、無背隙、壽命長、免維護特性，提供絕佳的運動精度達成高效率加工。

    

線性馬達機型（真圓度6-8μm） 傳統滾珠螺桿機型（真圓度15-20μm）

Ball-Bar循圓檢測 / 使用兩年後之比較圖

Ball-Bar循圓測試 雷射校正精度
▌  搭 載 慶 鴻 智 能 化 控 制 器 、 遠 端 監 控 & 機 聯 網 系 統 ( 選 配 )

搭載慶鴻智能化控制器，軟硬體自主，擁有多項智慧功能，包含：直覺式參數調整、人性化操作介面
等 亦 可 以 搭 配 機 械 手 臂 、 倉 儲 換 料 系 統 等 實 現 自 動 化 作 業 。 全 新 「 遠 端 監 控 & 機 聯 網 系 統 」 ， 不 需 時
刻佇立機台前，透過手邊行動裝置即可體驗慶鴻尖端科技，隨處可見的創新智慧功能，打造完善的移
動式管理環境，進入智能機械的新時代。透過行動裝置使用APP系統提供服務，可隨時監看機台狀況
含；機台狀態、機台稼動率、耗材壽命管理、加工畫面監測等多項功能。

亦可使用慶鴻研發之iConnected
資 訊 管 理 中 心 ， 擁 有 機 台 看 板 資
訊 即 時 查 看 機 台 加 工 履 歷 、 保 養
通知、稼動率分析等。

Target material

CW laser

Target material

ns laser

▲ms(millisecond) ▲ns(nano) ▲ps/fs(pico/femto)

Target material

ps/fs laser

▌ 可在晶圓上進行雕刻、改質等表面處理

▌在材料與材料間的黏著劑移除

半導體產業半導體產業 其他產業其他產業

▌心導管支架等精密零組件切割

i-Connected 資訊管理中心

電子產業電子產業

▌電路板或高溫元件絕緣材料-PI膜

▌應用於5G背板或基板的使用-陶瓷

▌檢驗儀器耗材切割-如：探針卡

▌鏡片邊緣切割

▌複合材料切割(PET/ITO/PET)


